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(57)  Kontaktiervorrichtung 10 die folgendes auf-
weist: einen Kontakttrager 30 und mindestens ein Kon-
taktelement 20, welches einen Kontaktkuppenteil 21
insbesondere zur Kontaktierung eines Chipkartenkon-
taktes, einen vom Kontakttrdger 30 umschlossenen
Befestigungsteil 28 und einen Kontaktteil 24 insbesond-
ere zur Kontaktierung einer Leiterplatte 11 umfalt,

Kontakttrager insbesondere fiir einen diinnen Smart Card Connector

wobei der Befestigungsteil 29 eine Stufe bildet, die
innerhalb des Kontakttragers 30 gelegen ist und wobei
desweiteren der Kontakttrager 30 derart ausgebildet ist,
dafl} er das Kontaktelement 20 nur entsprechend dem
Auftreten der Belastung 14 umschlief3t.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Kontaktier-
vorrichtung mit einem Kontakttrager, in dem vorzugs-
weise mehrere Kontaktelemente angeordnet,
vorzugsweise eingespritzt sind.

[0002] Eine bekannte Kontaktiervorrichtung, auf die
sich die folgende Erfindung bezieht, ist in Fig. 4 gezeigt.
Diese Kontaktiervorrichtung weist einen Kontakttrager
auf, der zur Aufnahme der beim Kontaktieren auftreten-
den Kontaktkréfte den Befestigungsteil der Kontaktele-
mente umschlieft. Dabei ergibt sich die minimale
Bauhohe des Kontakttragers aus der Summe der Mate-
rialdicke unter dem Kontaktelement, der Materialdicke
des Kontaktelements und der Materialdicke Uber dem
Kontaktelement. Die Materialdicken der Umspritzung
kénnen dabei nicht beliebig reduziert werden, da sonst
die Stabilitdt der Kontaktiervorrichtung zu gering ist,
oder die Lagerstelle aufgrund zu geringer Wandstéarke
nicht vollstandig umspritzt wird (Mindestwandstarke flr
Formfillung).

[0003] Ein weiteres Problem bei der bekannten Kon-
taktiervorrichtung gemaf Fig. 4 besteht darin, dal der
gegenuber dem Kontaktteil entgegengesetzt liegende
Anschlufiteil des Kontaktelements vor oder nach dem
Einspritz- bzw. Einsetzvorgang des bzw. der Kontakt-
elemente in den Kontakttrager verformt werden muB,
um die insbesondere fir SMD-Létanschliisse erforderli-
che Koplanaritat zu erreichen. Aufgrund der Federei-
genschaften des Kontakts erfordert dies eine sehr
genaue Einstellung und Prifung wahrend des Ferti-
gungsprozesses.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Kontaktiervorrichtung der beschriebenen Art derart
auszubilden, daf} eine gute Fixierung des bzw. der Kon-
taktelemente in einem Kontakttrager bei minimaler Bau-
hohe erreicht wird.

[0005] Ferner soll durch den Wegfall einer nachtragli-
chen Verformung eine gute Koplanaritat erreicht wer-
den.

[0006] Zur Ldsung dieser Aufgabe sieht die Erfindung
eine Kontaktiervorrichtung der im Anspruch 1 genann-
ten Art vor. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung
ergeben sich aus den abhangigen Ansprichen.

[0007] Weiter Vorteile, Ziele und Einzelheiten der
Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung eines
Ausflhrungsbeispiels anhand der Zeichnungen; in den
Zeichnungen zeigt:

Fig. 1 eine Draufsicht einer auf einer Leiterplatte
angeordneten  Kontaktiervorrichtung  fiir
einen Chipkartenleser gemaR der Erfindung;

Fig. 2 eine Schnittansicht einer Kontaktiervorrich-
tung entlang der Linie 2-2 in Fig. 1;

Fig. 3 einen vergroRerten Ausschnitt aus Fig. 2;
und

Fig. 4 eine Schnittansicht einer Kontaktiervorrich-

tung fur einen Chipkartenleser gemaR dem
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Stand der Technik.

[0008] Zun&chst soll unter Bezugnahme auf Fig. 4
eine Kontaktiervorrichtung 1 fir einen Chipkartenleser
gemal dem stand Technik erlautert werden. Die Kon-
taktiervorrichtung 1 setzt sich aus einer Vielzahl von
Kontaktelementen 2 (nur eines ist gezeigt) und einem
Kontakttrager 7 zusammen. Der Kontakttrager 7 ist im
allgemeinen auf einer Leiterplatte 11 montiert und die
Kontaktelemente 2 werden elektrisch leitend mit der
Leiterplatte verbunden (z.B. an Létstellen).

[0009] Die Kontaktelemente 2 werden durch mehrere
Zonen oder Teile gebildet. In der Fig. 4 ist ein Kontakt-
kuppenteil 3 des Kontaktelements 2 dargestellt, an dem
sich ein erster ebener bzw. horizontaler Teil 4, ein abge-
winkelter bzw. schrager Teil 6 und ein zweiter ebener
bzw. horizontaler Teil 5 anschlief3t. Im Bereich des zwei-
ten ebenen Teils 5 wird das Kontaktelement mit der Lei-
terplatt 11 verbunden.

[0010] Der erste ebene Teil 4 des Kontaktelements 2
wird vom Kontakttréager 7 in einer festen Position gehal-
ten. Der Kontakttrédger 7 weist einen oberen Teil 8 und
einen unteren Teil 9 auf. Das Kontaktelement 2 liegt mit
einem Teil seiner Unterseite 19 auf der Halteflache 9a
des unteren Teils 9 des Kontakttrédgers 7 auf. Ein Teil
der Oberseite 18 des Kontaktelements 2 wird von der
Unterseite 8a des oberen Teils 8 des Kontakttragers 7
gehalten.

[0011] Wird eine Kontaktierkraft 14 (Fk) auf den Kon-
taktkuppenteil 3 des Kontaktelements 2 ausgelibt, so
wirken ihr die Gegenkréfte 16 (Fg;y) und 15 (Fg; ) am
Kontakttrager entgegen. Im vorderen Bereich (in der
Zeichnung links) des Kontakttragers 7 wirkt die Stltz-
kraft 16 (Fg;y) des unteren Teils 9 des Kontakttragers
der Kontaktierkraft 14 entgegen. Im hinteren Bereich (in
der Zeichnung rechts) des Kontakttragers 7 wirkt die
Stutzkraft 15 (Fgt ) des oberen Teils 8 des Kontakttra-
gers einem Ausweichen des Kontaktelements 2 nach
oben entgegen.

[0012] Die Bauhohe 13 der Kontaktiervorrichtung 1
ergibt sich aus der Summe der Dicken bzw. Héhen des
Kontaktelements 2 und des oberen und des unteren
Teils 8, 9 des Kontakttragers 7. Die Dicke des Materials
des Kontakttragers 7 (oberer und unterer Teil 8,9) kann
nicht beliebig gewahlt werden, weil sonst die erforderte
Stabilitdt nicht erreicht wird, was somit eine untere
Grenze fir die Bauhohe festlegt.

[0013] Fdir eine Verbindung mit der Leiterplatte 11 ist
das Kontaktelement 2 in Richtung der Leiterplatte 11
gebogen (vergleiche dazu den schragen Teil 6). Die
Teile 6 der Kontaktelemente werdem nachtraglich
geformt und sollen eine mdglichst genaue Koplanaritat
fur die Létanschlisse (im allgemeinen im Bereich des
zweiten ebenen Teils 5 des Kontaktelements) an die
Leiterplatte 11 gewahrleisten. Aufgrund der Federei-
genschaft des Kontaktelements erfordert dies eine sehr
genaue Einstellung und Prifung wéahrend des Ferti-
gungsprozesses.
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[0014] Die Erfindung sei nunmehr unter Bezugnahme
auf ein in Fig. 1-3 gezeigtes Ausflihrungsbeispiel
beschrieben.

[0015] Fig. 1 veranschaulicht eine Kontaktiervorrich-
tung 10 fiir einen Chipkartenleser geman der vorliegen-
den Erfindung in einer Draufsicht. Sie weist
Kontaktelemente 20 und einen Kontakttrager 30 auf.
Zwischen den Kontaktelementen 20 bilden sich Zwi-
schenteile 29 des Kontakttagers 30 aus. Anlageflachen
39 der Zwischenteile 29 bertihren Seitenflachen 27 der
Kontakelemente. Im Bereich der Kontaktelemente 20
wird Uber ihre Breite 26 der Kontakttrager 30 in vordere
und hintere Teile 31 bzw. 32 unterteilt (siehe dazu auch
Fig. 2).

[0016] Die Kontaktiervorrichtung 10 ist in Fig. 2 in
einem Schnitt im Bereich eines Kontaktelements 20
entlang der Linie 2-2 veranschaulicht. In Fig. 2 ist zu
sehen, dal} sich das Kontaktelement 20 in vier wesent-
liche Teile gliedert, und zwar in einen Kontaktkuppenteil
21, einen ersten ebenen bzw. horizontalen Teil 22,
einen schragen bzw. abgewinkelten Teil 23 und einen
zweiten ebenen bzw. horizontalen Teil 24. Der abgewin-
kelte Teil 23 bildet mit den ebenen Teilen einen Winkel,
der beispielhaft durch den Winkel 25 in Fig. 3 dargestellt
ist.

[0017] Der Kontakttrager ist im dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel um Befestigungsteile 28 der Kontaktele-
mente 20 spritzgegossen (die Kontaktelemente kénnen
aber auch eingesetzt sein) und unterteilt sich im
Bereich der Befestigungsteile 28 (ber ihre Breite 26 in
die zuvor genannten ersten vorderen oder unteren Teile
31 und zweiten hinteren oder oberen Teile 32.

[0018] Fig. 3 ist ein vergroRerter Ausschnitt aus Fig. 2
und veranschaulicht die Kontaktiervorrichtung 10 im
Bereich des Kontakttragers 30. Ein Teil einer Oberseite
41 und einer Unterseite 40 des Kontaktelements 20
beriihren die entsprechenden Auflage- bzw. Haltefla-
chen 33 bzw. 34 des Kontakttragers 30. Im Bereich des
vorderen Teils 31 des Kontakttragers 30 liegt eine Aufla-
geflache 42 des Kontaktelements 20 auf einer Auflage-
bzw. Halteflache 36 des Kontakttragers 30 auf und wird
von dieser gehalten. Im Bereich des hinteren Teils 32
des Kontakttragers 30 halt eine Halteflache 35 des Kon-
takttragers einen Teil 43 der Oberseite 41 des Kontakt-
elements 20. Im Bereich des abgewinkelten Teils 23 des
Kontaktelements 20 lagert ein schrager Halteflachenteil
38 des vorderen Kontakttragerteils 31 einen schragen
Teil 44 der Unterseite 40 des Kontaktelements. Ein
schrager Halteflachenteil 37 des hinteren Kontakttra-
gerteils 32 halt in diesem Bereich einen schragen Teil
45 der Oberseite 40 des Kontaktelements 20.

[0019] Im Bereich des zweiten ebenen Teils 24 des
Kontaktelements 20 liegt die Unterseite 40 des Kontakt-
elements mit einer Auflageflachenteil 46 auf der Leiter-
platte 11 auf und steht im allgemeinenen mit einer
Oberseite 12 der Leiterplatte 11 in Bertihrung. Der Auf-
lageflachenteil 46 der Kontaktelemente, die Oberseite
12 der Leiterplatte und eine Unterseite 61 des vorderen
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Teils 31 des Kontakttradgers 30 sind bevorzugterweise
koplanar.

[0020] Ebenso ist ein Teil 47 der Oberseite 41 der
Kontaktelemente 20 koplanar mit einer Oberseite 62
des hinteren Teils 32 des Kontakttragers 30. Oberhalb
des Teils 47 der Oberseite 41 und unterhalb des Aufla-
genflachenteils 46 der Unterseite 40 der Kontaktele-
mente 20 befindet sich kein Kontakttragermaterial.
[0021] Wird eine Kontaktierkraft 14 auf den Kontakt-
kuppenteil 21 des Kontaktelements 20 ausgeubt, so
wird ein Drehmoment um eine imaginéare Lagerstelle im
Kontakttrager 30 herum in Richtung der Kontaktierkraft
14 drehend erzeugt. Diesem Drehmoment wirken
Gegenkrafte 16 und 15 am Kontakttrager 30 entgegen.
Im vorderen Bereich (in der Zeichnung links) des Kon-
takttragers 30 wirkt die Stitzkraft 16 (Fg\) des vorde-
ren Teils 31 des Kontakttragers der Kontaktierkraft 14
entgegen. Diese Kraft 16 verteilt sich Uber die Haltefla-
chenteile 36 und 38 des vorderen Kontakttragerteils 31.
Die Stutzkraft 15 (F¢ ), die vom hinteren Kontakttra-
gerteil 32 von oben auf das Kontaktelement 20 ausge-
ubt wird, verteilt sich Uber die Halteflachenteile 35 und
37 des hinteren Kontakttragerteils 32.

[0022] Setzt man nun das Kontaktelement 20 im
Bereich der Lagerstelle im Kontakttager 30 stufenférmig
ab, so kann die Bauhohe (durch 50 in der Fig. 2 ange-
zeigt) dadurch reduziert werden, dall das Kontaktele-
ment 20 durch den Kontakttrdger 30 nur noch
entsprechend der Belastung abgestuitzt wird.

[0023] Dadurch, daf3 das Kontaktelement 20 nur an
den erforderlichen Stellen entsprechend unterstltzt
werden mufd, kann im vorderen Bereich des Kontakttra-
gers 30, wo aufgrund der Kontaktierkraft 14 eine der
Kraft 16 entsprechende Kraft nach unten ausgetibt wird,
Material des Kontakttragers (verglichen mit dem Stand
der Technik aus Fig. 4) weggenommen werden. Das
Aufliegen der Auflageflachen 42 und 44 auf den Halte-
flachen 36 und 38 verhindert eine Bewegung des Kon-
taktelements 20 in diesem Bereich nach unten
(Stltzkraft 16). Im hinteren Bereich des Kontakttragers
30, wo aufgrund der Kontaktierkraft 14 eine der Kraft 15
entsprechende Kraft nach unten ausgetbt wird, verhin-
dern die Halteflachen 35 und 37 des hinteren Kontaki-
tragerteils 32, an den die Auflageflachen 43 und 47 der
Oberseite 41 des Kontaktelements 20 anliegen, eine
Bewegung des Kontaktelements 20 nach oben (Stiitz-
kraft 15). Im vorderen Bereich des Kontaktelements ist
bei der dargestellten Beanspruchung kein Kontakttra-
germaterial oberhalb des Kontaktelements nétig und
kann daher im Vergleich zum beschriebenen Stand der
Technik Gber dem Teil 47 der Oberseite 41 der Kontaki-
elemente 20 ebenfalls weggenommen werden.

[0024] Der erste und zweite ebene Teil 22 und 24 und
der abgewinkelte Teil 23 des Kontaktelements bilden
innerhalb des Kontakttragers 30 eine Stufe aus.
Dadurch kann eine Bauhdhe 50 erzielt werden, die
geringer ist als im in Bezug auf Fig. 4 beschriebenen
Stand der Technik, da die Kontaktelemente nur in den
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Bereichen unterstitzt werden, in denen es erforderlich
ist.

[0025] Die Stufe ist auch derart ausgebildet, dal} ein
Teil 46 der Unterseite 40 des Kontaktelements nach der
Montage der Kontaktiervorrichtung 10 auf der Leiter-
platte 11 in Bertihrung mit der Leiterplatt 11 kommt und
parallel bzw. koplanar zu deren Oberflache 12 und der
Unterseite 61 des vorderen Kontakttragerteils 31 ver-
lauft. Die Stufe wird durch den Kontakttréger fixiert. Ein
elastisches Ausweichen des Kontaktelements 20 im
Bereich des zweiten ebenen Teils 24 aufgrund von
Federkraften, die von der Verformung herriihren, ist
daher nicht mehr méglich. Dies hat den Vorteil, daf3 alle
Kontaktelemente in ihren Teilen 24 koplanar ausgebil-
det werden kénnen und in dieser Position durch den
Kontakttrager fixiert sind.

[0026] Des weiteren bedeuted das Fixieren der Stufe
bzw. des schragen Teils 23 im Kontakttréager 30, dal3 die
Kontaktelemente 20 auch bezlglich Querverschiebun-
gen, die parallel zu den ebenen Teilen 22 und 24 sein
kdénnen, verankert sind und in ihrer Position gehalten
werden.

Patentanspriiche
1. Kontaktiervorrichtung (10) die folgendes aufweist:

einen Kontakttrager (30); und
mindestens ein Kontaktelement (20), welches
folgendes aufweist:

einen Kontaktkuppenteil (21), insbesond-
ere zur Kontaktierung eines Chipkarten-
kontaktes;

einen vom Kontakttrager (30) umschlosse-
nen Befestigungsteil (28); und

einen Kontaktteil (24), insbesondere zur
Kontaktierung einer Leiterplatte (11);
wobei

der Befestigungsteil (29) eine Stufe bildet,

die innerhalb des Kontakttragers (30) gelegen
ist und wobei desweiteren

der Kontakttrager (30) derart ausgebildet
ist,

daf} er das Kontaktelement (20) nur entspre-
chend dem Auftreten der Belastung (14)
umschlief3t.

2. Kontaktiervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der
Kontakttager (30) Uber die Breite (26) der Kontakt-
elemente (20) hinweg in erste vordere und zweite
hintere Teile (31 bzw. 32) durch die Stufen der Kon-
taktelemente (20) unterteilt ist.

3. Kontaktiervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
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wobei die Kontaktelemente (20) im Kontakttrager
(30) durch Spritzgufd umschlossen sind.

Kontaktiervorrichtung nach einem der vorhergene-
den Anspriche, wobei die ersten vorderen Teile
(31) und die zweiten hinteren Teile (32) des Kon-
takttragers (30) mit Zwischenteilen (29), die zwi-
schen den Kontaktelementen ausgebildet sind,
einstlckig sind.

Kontaktiervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der
Kontakttrager (30) mit dem vorderen Teil (31) das
Kontaktelement (20) einschlieRlich seines schra-
gen Teils (23) von unten unterstitzt und

der hintere Teil (32) des Kontakttragers (30) das
Kontaktelement (20) einschlieRlich seines schra-
gen Teils (23) von oben unterstiitzt, wobei im
Bereich eines ersten ebenen Teils (22) des Kontakt-
elements (20) kein Kontakttrdgermaterial oberhalb
und im Bereich eines zweiten ebenen Teils (24) des
Kontaktelements (20) kein Kontakttrdgermaterial
unterhalb des Kontaktelements vorhanden ist.

Kontaktiervorrichtung nach einen der vorhergehen-
den Anspriiche, worin die Stufen des Kontaktele-
ments (20) so ausgebildet sind, daR die
Kontaktteile (24) zur Kontaktierung der Leiterplatte
(11) koplanar mit der Oberflache (12) der Leiter-
platte (11) und einer Unterseite (61) des Kontakttra-
gers (30) sind.

Kontaktiervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei ein Winkel (25) der Stufe
des Konatktelements (20) sich zwischen 30 und 90
Grad erstrecken kann.
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